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摘要(译)

提供了一种转移微器件的方法。还提供了一种承载单元，包括承载基
板，多个电极，覆盖电极的介电层，以及设置在电极上的多个微器件，
包括第一微器件和第二微器件。将电压施加到与第一微器件对应的电
极，使得由承载单元在第一微器件上产生的静电力大于由承载单元在第
二微器件上产生的力。转印印章接触第一微装置和第二微装置，并且当
转印印章接触第一微装置和第二微装置并且静电力大于承载单元产生的
力时移动，因此第二微器件被转移印章拾取并转移到接收单元，第一微
器件保留在承载单元上。
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